
 

ЛАБОРАТОРНА РОБОТА № 1 

Класифікація інтегральних мікросхем та система умовних по-

значень 

Мета роботи - вивчення класифікацій інтегральних мікросхем та їх 

умовних позначень. 

Теоретичні відомості 

З усіх виробів мікроелектроніки найбільш поширені інтегральні 

мікросхеми. При їх виготовленні застосовують напівпровідникові 

та тонкоплівкові технології. Це визначило три основні напрямки 

при створенні інтегральних мікросхем: напівпровідникові, плів-

кові та гібридні. 

Для класифікації мікросхем використовують різні критерії: сту-

пінь інтеграції, фізичний принцип роботи активних елементів, ви-

конувана функція, швидкодія і споживана потужність, викорис-

тання в апаратурі певного класу та ін. Найбільш поширена класи-

фікація за конструктивно-технологічною ознакою, оскільки при 

цьому в назві мікросхеми міститься загальна інформація про її 

конструкцію та технологію виготовлення. 

Одним із основних критеріїв оцінки технологічного рівня виро-

бництва є ступінь інтеграції. Важливою конструктивною ознакою 

є тип підкладки. За цією ознакою всі вироби інтегральної електро-

ніки можна розділити на два класи: 

- мікросхеми з активною підкладкою; 

- мікросхеми з пасивною підкладкою. 

Усі інтегральні мікросхеми підлягають герметизації з метою за-

хисту. За конструктивно-технологічними ознаками герметизації ін-

тегральні мікросхеми розділяють на корпусні та безкорпусні. Для 

перших використовують вакуумну герметизацію у спеціальних ко-

рпусах або опресовування у пластмасу, для других – покриття епо-

ксидною смолою або лаками. 

За функціональним призначенням розрізняють: цифрові, анало-

гові (лінійні) та аналого-цифрові мікросхеми. 

За використанням в апаратурі – вироби широкого та спеціаль-

ного вжитку. 



Під типономіналом інтегральної мікросхеми розуміють ті при-

лади, які мають конкретні функціональні призначення та свої 

умовні позначення. 

Під типом інтегральної мікросхеми розуміють сукупність типо-

номіналів, які мають конкретне функціональне призначення та 

своє умовне позначення. 

Склад серії визначається функціональними можливостями окре-

мих мікросхем, зручністю будови та типом стандартного корпусу. 

Залежно від функціонального призначення і сфер використання се-

рії можуть складатися від трьох-чотирьох до декількох десятків мі-

кросхем. Усі інтегральні мікросхеми, які випускаються промисло-

вістю відповідно до прийнятої системи умовних позначень, за 

конструктивно-технологічною ознакою виготовлення розділяють 

на три групи: 

- напівпровідникові; 

- гібридні; 

- інші. 

Цим групам у системі умовних позначень надані такі цифри: 

- 1, 5, 7 – напівпровідникові інтегральні мікросхеми (7 позначає 

безкорпусні ); 

- 2, 4, 6, 8 – гібридні мікросхеми; 

- 3 – плівкові та інші інтегральні мікросхеми. 

За характером виконуваних функцій в апаратурі інтегральні мі-

кросхеми розділяються на підгрупи та види. 

Основні параметри ІМС:  

 Щільність упаковки ІМС - відношення числа елементів і компоне-

нтів інтегральної мікросхеми N до площі,  яку займає ІМС: 

S

N

M

  

 Ступінь інтеграції ІМС Ки - показник ступеня складності мікрос-

хеми, що характеризується числом елементів і компонентів, які міс-

тяться в ній:  

Ки=lg N, 

де N-число елементів і компонентів, що входять в ІМС. Коефіцієнт Ки, 

округляється до найближчого більшого цілого числа. 

 Інтегральна щільність елементів на підкладці  - характеризується 

числом елементів, що припадають на одиницю площі підкладки: 
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Класифікація інтегральних мікросхем за функціональним приз-

наченням наведена в таблиці 1 (додаток А). 

Система позначень інтегральних мікросхем складається з чотирьох 

елементів. 

Перший елемент – цифра, яка відповідає конструктивно- техноло-

гічній групі. 

Другий елемент – дві-три цифри, як порядковий номер розробки. 

Таким чином, перші два елементи складають три-чотири цифри, 

які характеризують повний номер серії інтегральної мікросхеми. 

Третій елемент – дві літери, які відповідають підгрупі та виду ін-

тегральної мікросхеми (згідно з таблицею 1). 

Четвертий елемент – порядковий номер розробки інтегральної мі-

кросхеми. Він може складатися як з однієї, так і з декількох цифр. 

На рисунку 7 наведено приклад інтегрального напівпровіднико-

вого операційного підсилювача з порядковим номером серії 40, по-

рядковим номером розробки даної мікросхеми в серії 11. 

Інколи в кінці умовного позначення додають літеру (від А до Я), 

яка визначає технологічний розкид електричних параметрів даного 

типономіналу. 

Для мікросхем широкого використання на початку умовного поз-

начення зазначається літера К. Друга літера перед номером серії 

характеризує матеріал корпусу та його тип: 

А – пластмасовий планарний; 

Е – металополімерний корпус з паралельним дворядним розміщен-

ням виводів; 

И – склокерамічний планарний; 

М – металокерамічний, керамічний або склокерамічний корпус з 

паралельним дворядним розміщенням виводів; 

Н – кристалоносій (без виводів); 

Р – пластмасовий корпус з паралельним дворядним розміщенням 

виводів; 

Ф – мікрокорпус. 

Для безкорпусних інтегральних мікросхем у позначенні перед но-

мером серії ставлять літеру Б або першою цифрою серії ставлять 
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цифру 7, а в кінці через дефіс вводиться цифра, яка характеризує 

модифікацію конструкції: 

1 - з гнучкими виводами; 

2 - зі стрічковими (павукоподібними) виводами;  

3- із жорсткими виводами; 

4 - на загальній пластині (нерозділеними);  

5- з розділеними без втрати орієнтації; 

6- з контактними площадками без виводів.  

Наприклад, КБ1402УЕ1-1 або 703ЛБ1-2. 

 

 За формою проекції тіла корпусу мікросхеми на площину підстави 

і розташуванню висновків корпусу діляться на типи, зазначені в табл. 2. 

За габаритними і приєднувальних розмірах типи корпусів поділяються 

на типорозміри, кожному з яких присвоюють шифр, який складається з 

індексу К (корпус), або-значення типу корпусу (цифра) і двозначного 

числа (0199), що позначає номер типорозміру. Наприклад: К301, К102 

і т. п. 

 

Таблиця 2 - Типи корпусів ІМС 

 
Тип Форма проекції 

тіла корпусу на 

площину підкла-

дки 

Розташування про-

екції виводів на 

площину підкла-

дки 

Розташування ви-

водів щодо пло-

щини підкладки 

1 Прямокутна  В межах проекції 

тіла корпусу  

Перпендикулярне  

2 Прямокутна  За межами проекції 

тіла корпусу  

Перпендикулярне 

3 Кругла В межах проекції 

тіла корпусу по 

колу  

Перпендикулярне 

4 Прямокутна  За межами проекції 

тіла корпусу  

Паралельне  

 

Примітка. Корпуси, що мають гнучкі зовнішні виводи, які при необхід-

ності можуть відгинатися за межі проекції, відносяться до корпусів двох 

типів одночасно. 

Умовні позначення корпусів складаються з: 

- шифру типорозміру корпусу (без букви К); 

- цифрового індексу, що визначає кількість виводів; 

- порядкового реєстраційного номера розробки. 



Приклад запису умовного позначення корпусу в конструкторській до-

кументації: корпус 201.14-2, де 201 - шифр типорозміру; 14 - кількість 

виводів; 2 - порядковий реєстраційний номер. 

Нумерація зовнішніх виводів корпусу починається від ключа і йде 

проти годинникової стрілки, якщо дивитися на корпус з боку кришки. 

За конструктивно-технологічним виконанням (конструкції) корпусу по-

діляються на: 

• металоскляні; 

• скляні; 

• металокерамічні; 

• керамічні; 

• пластмасові; 

• металополімерні. 

 

Металоскляні корпуси, виготовлені з металевої основи з виводами, 

ізольованими склом. Герметизація виводів здійснюється скляними 

бусами або склотаблеткамі. Бусами ізолюється кожен вивід ок-

ремо, таблеткою - група виводів.  

Скляні корпуси, основа яких виготовлена зі скла з упаяними в скло 

виводами. Такий корпус може мати як скляні, так і металеві кри-

шки. Для монтажу мікросхем використовуються корпуси без мета-

левої площадки і з металевим майданчиком. 

Металокерамічні  корпуси, в яких керамічна основа є підкладкою, гер-

метизація виводів проводиться припоєм. Металева кришка корпусу 

припаюється до обідка, який в свою чергу припаяний по периметру ке-

рамічної основи. 

Керамічні корпуси, виготовлені з кераміки з герметизацією виводів 

скло емаллю або скло припоєм. 

Керамічні та металокерамічні корпуси застосовують переважно для 

товстоплівкових мікросхем. 

Пластмасові  корпуси, виготовлені з пластмаси з виводами, впресова-

ними в процесі лиття або герметизації. Пластмасові корпуси широко за-

стосовуються для напівпровідникових мікросхем при масовому вироб-

ництві. 

Металополімерні корпуси, в яких для захисту ІМС використовується 

металева кришка, виводи герметизуються заливкою компаундом. 

 

 

 

 



Серія 

1 40 УВ 11 

Група (за конструктивно- те-

хнологічним виконанням) 

Порядковий номер розробки 

ІМС даної серії 

Підгрупа 

Вид (за функціональним 

призначенням) 

Порядковий номер розробки 
ІМС (за функціональною 

ознакою в даній серії) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Приклад умовних позначень напівпровідникової інтег-

ральної мікросхеми 

Порядок виконання роботи 

1. Назва, номер та мета роботи. 

2. Дати класифікацію представлених корпусів по формі проекції ко-

рпусу на площину підкладки та розташуванню виводів корпусу. 

3. Класифікувати представлені корпуси за конструктивно-техноло-

гічним виконанням. Результати звести в таблицю. 

 

№ 

п/п 
Тип корпусу по формі 

проекції корпусу та 

розташуванню виво-

дів 

Конструктивно  -   техно-

логічне виконання 

Галузь застосу-

вання 

    

 



4. Для представлених ІМС за маркуванням визначити тип мікросхеми та її 

функціональне призначення.  Результати звести в таблицю. 
 

№ 

п/п 

Позна-

чення 

ІМС 

Тип ІМС Функція, яку виконує 

ІМС 

    

 

5. Визначити Kи, ,  для запропонованих ІМС. 

 

Зміст звіту 

Звіт повинен містити тему та мету роботи, стислі теоретичні відомо-

сті, данні щодо отриманих мікросхем, результати вимірів, аналіз оде-

ржаних результатів та висновки. 

 

Контрольні питання 

1. За якими критеріями класифікуються інтегральні мікросхеми? 

2. Що розуміють під типономіналом, типом та серією інтегральної 

мікросхеми? 

3. Розповісти про систему умовних позначень. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ДОДАТОК А 

Таблиця 1  - Класифікація інтегральних мікросхем за функціона-

льною ознакою 

 

 
 



 


